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[台南，2011年1月18日] 奇景光電子公司立景光電今天 宣布，推出領先業界、全世界第一個支援 USB 3.0介面的微投影解決方案。此方案是以立景光電的LCOS微投影的SVGA面板，結合最新的USB 3.0介面的晶片，透過USB 3.0的高速傳輸，利用 PC / NB 提供充電，不需要再外接電源，就可即時 ( real-time ) 同步支援SVGA的影像播放。這個領先業界其他微投影技術的解決方案，將可使PC/NB立刻升級擁有微投影功能，堪稱微投影市場的夢幻應用。目前已有多家國際級一線筆記型電腦大廠對此表示高度興趣。  

 立景光電 ( Himax Display Inc. ) 的USB 3.0合作夥伴，是智原科技 ( Faraday Technology Corporation ) 百分之百轉投資的原昶科技（Evolution Technology Corporation）。這個合作是以立景光電LCOS 微投影
SVGA解析度的面板，結合原昶科技近日推出的USB 3.0 晶片 ( ET12U320A )，所建構而成的解決方案，可以一舉解決USB 2.0頻寬 (480Mbps) 不足的問題，快速提升投影影片播放的功能與流暢度。 

 電子產品推陳出新，高速傳輸的需求與日俱增。USB 3.0 具有可向下相容、傳輸速度較 USB 2.0 提升 10 倍的明顯優勢，除了可以涵蓋以往 USB 2.0 既有的應用範圍外，也可帶動微投影功能的市場需求。由於
USB 2.0 只能在 VGA (640x480)解析度的面板上使用，會受限於資料傳輸的頻寬不足，使得影像播放畫面延遲不流暢。USB 3.0  則可完全解決 USB 2.0 頻寬不足的問題，可即時傳輸清晰影像， 在立景光電的
LCOS 微投影面板中 ，目前已可支援到 SVGA (800x600)的高品質解析度，未來最高還可支援到 Full HD 

(1920x1080) 的解析度。 

 
USB目前在全世界業界已被廣泛使用，這將使立景光電的 USB 3.0 LCOS微投影解決方案，具有極大的市場優勢。立景光電副總經理蔡憲彰表示，立景光電USB 3.0 的LCOS微投影解決方案，在微投影市場上有兩大特色，第一個特色是全世界第一家能使用USB 3.0，以微投影方式投射出流暢畫面，與PC / NB同步的高解析度內容；第二則是即時投影功能，馬上播放，不需要內建或外接電源，即可使PC / NB具備微投影功能。對具有微投影需求的使用者而言，大幅提升在使用上的可攜性及便利性。此解決方案，建構高解析度的隨身投影設備，可應用在筆記型電腦、桌上型電腦、監視器、數位相框、相機、手機等多種顯示器上。 

 針對USB的解決方案，立景光電目前微投影高解析度 SVGA / XGA 面板已進入量產，更高解析度的微投影 

WXGA 面板亦已送樣中。相信經由一連串的技術突破與產業合作，隨著 USB 3.0 的日漸普及，很快可以見到隨身式投影產品成為電腦市場的主流。 

 

 關於奇景光電關於奇景光電關於奇景光電關於奇景光電 本公司係為一 IC 設計公司並為面板關鍵零組件供應商，主要產品為各尺寸面板之驅動 IC。其產品在大尺寸之應用有桌上型螢幕、筆記型電腦螢幕及電視，在中小尺寸的應用有手機面板及消費性電子產品面板如數位相機、遊戲機以及汽車導航面板。此外，本公司也提供時序控制器、觸控面板 IC、液晶電視及監視器控制 IC、LCOS 微型顯示器、電源管理 IC、LED驅動 IC、CMOS影像感測器、iCT無限色彩技術、2D轉 3D解決方案等產品。本公司之總公司位於台灣台南，並於台灣的新竹、台北，大陸的寧波、佛山、福清、北京、上海、蘇州、深圳，日本橫濱、松阪，韓國天安，以及美國加州爾灣皆設有辦公室。 
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